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系统级封装及模块设计制造



已开发完成的系统产品模块



已获领导公司认证 及主要客户



扇出型晶圆级封装
(Fan-out Wafer Level Package)

市场规模

uSD, TSOP & BGA,FPS
市场规模



学历：
中国台湾-大华科技大学学士

历任职务：

爱德万测试公司工程师

泰隆半导体公司晶圆级封装研发、技转

群丰科技公司独立董事

 Chip Win Tech Inc.(奇盈科技公司)总经理

其他任职：
群成科技公司董事

 Chip Win Tech Inc.(奇盈科技公司)董事

群丰科技董事长暨总经理室特别助理

技术管理团队

将由范振銓领军

江先生 半导体IC封装材料供货管理，25年以上经历

黄先生 DRAM/Nand Flash产品销售和市场规划

彭先生
Memory 产品开发制造，
IS封装及模组开发制造，核准专利30余件

吴先生 数位/模拟/CMOS…产品测试与生产，年资28年。

张先生 测试及生产工艺管理，封装从业年资25年

何先生
封装架构制程专利申请超过 24件，
成功开发全系列记忆卡、PBGA、matrixBGA量产

郑先生 成功开发VGA手机相机量产

曾先生 BGA /Card/CMOS/指纹前段制程经理

郑先生
研发部经理, 封装从业26年, 
封装专利超过25件

林先生 生产制造资深总监。

刘先生 营运总经理

王先生 营运副总经理，22年以上半导体光电销售经历

杨先生 Nand Flash/通讯模块产品，20年以上产品整合经历

陈先生 采购资深经理，24年封装测试载板经历，



江X安
半导体IC封装材料供货商业务暨管理部经理，SD卡物料制造厂副总经理，半导体IC承载盘供货商总经理，大陆与台湾半导体物料业
务暨管理相关职务25年以上经历

黄X彦勤茂资通股份有限公司，新加坡/迪拜分公司总经理，熟悉DRAM/Nand Flash产品销售和市场规划

彭X峰
胜开科技 研发处经理。硕达 工程协理。恒日光电创办人。熟悉Memory 产品开发制造，IMAGE SENSOR PACKAGE & MODULE 产
品开发制造。IC /LED 封装类 & Memory Card专利申请获得台湾美国等专利核准30余件。

吴X立
德碁半导体测试经理、胜创科技测试工程处协理、京元电(苏州)制造中心协理、普立明科技副总。熟悉数位/模拟/CMOS…等产品测试
与生产管理半导体测试业年资28年。

张X荣
胜开科技 设备主管。硕达科技 技术长。坤远科技 工程/设备处长，封装从业年资25年。熟悉设备管理，测试及生产工艺流程，专精闪
存记忆卡生产芯片叠层工艺及CMOS封装。工业工程硕士

何X南
胜开科技 设计与制程经理。硕达科技 研发协理、品保协理。微像科技 产品经理。江西合力泰 NPI总监。封装架构制程专利申请超过
24件，成功开发全系列记忆卡量产，熟悉PBGA量产，matrixBGA量产，CCM通过Sony/Hitachi 认证，5M AF模块通过MTK和高通平
台认证，压模式影像传感器封装专利，印度卫星影像传感器生产认证。

郑X水
力成科技 资深工程师。江西合力泰 NPI经理。硕达科技 IC封装(BGA /Card/CMOS/指纹) 厂长。CCM通过TransChip认证、成功开发
VGA手机相机量产、MEMS麦克风封装通过认证、POP制程通过Toshiba认证。

曾X豪
江西合力泰 CCM NPI前段经理、日月光集团 IC封装(BGA /SiP Module/TSOP)专案副理、硕达科技 IC封装(BGA /Card/CMOS/指纹)

前段制程经理、亚旭电子 IC封装(SiP Module) 项目经理

郑X祥
国立中山大学机电所硕士, 日月冠科技, SMT制程主任工程师, 日月光半导体, 研发部经理, DQE部经理, 封装从业26年, 封装专利超过
25件, 植球制程改善专利导入, 节省锡球浪费约台币600万/月, 成功开发COS, uBGA, FilmBGA, Flip Chip, PoP, CCM, dual side mold, 

Apple watch, Fan out, EMI shielding, finger print sensor等等新制程

林X鑫
华宇集团/嘉田科技 生产制造处资深经理、资深业务经理。威盛集团 品保处处长。金群力科技 协理。天翰科技/苏州欧普创光电 厂长。
美商AOS集团/万代半导体 生产制造资深总监。

刘X亨鼎新电脑 顾问、胜开科技 信息资深经理、弘威(兹雅)电子 营运副总经理、雷松科技 资材总监。

王X仲奇美电子 阵列厂经理、世界巅峰科技 产品开发经理及资材总监、新象半导体光电公司 销售总监、奇盈科技 销售副总。

杨X钧明泰科技网络通讯模块生产/系统整合,合普新能源国际部副总,奇盈科技业务副总 Nand Flash/通讯模块产品20年以上产品整合经历

陈X章
硅品科技采购资深经理、全懋欣兴IC载板采购部经理、京元东琳精密运筹处长、恒劲科技运筹信息处长，24年封装测试载板经历，自
动化建置与建厂作业
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技术与产品



16叠层工艺，良率99%以上

记忆卡

新型NCP封装

技术与产品（1）



数据源: 台湾工研院 产经中心系统封装(SiP)产业现况与市场趋势

系统级封装 SiP (SYSTEM in PACKAGE)

封装团队核心技术-SiP

SiP： Amkor定义为「在一IC包装体中，包含多个芯片或一
芯片，加上被动组件、电容、电阻、连接器、天线…等任一
组件以上之封装，即视为SiP」

SiP 封装拥有快速上市整合芯片的优点
SiP 是一个低成本、快速time to market 的解决方案，SiP
能整合数各组件在一个小空间，可以混合异质芯片在同一组
件上，而正是这种体积小且成本相对低的附加价值推动SiP 
的成长。

SiP 一般包含多颗芯片和被动组件，增加功能且同时缩小物
理尺寸的关键是整合力。

技术与产品（3）



多芯片扇出型及异质芯片整合

多芯片扇出型及异质芯片整合迭构如下:

结合三个芯片的多芯片封装(2 个LSI 芯片及一个MEMS 芯片)，及异质芯片(LSI 及MEMS 芯片的结合)，利用

扇出型封装技术，达成多功能芯片及系统整合封装(WLSIP)的解决方案。

技术与产品（4）



扇出型多芯片堆栈封装技术(Multi- chip, package-on-package)

3D 封装；记忆卡，指纹芯片及摄像模块封装技术, 将朝向薄化，多芯片堆栈技术发展：

将开发芯片薄化技术（12”芯片薄化达

17.5um 以下），引进激光切割技术，

芯片堆栈数可达16 芯片数以上。

技术与产品（5）



扩散式晶圆级封装专利申请/取得件数

已取得：177件
申请中： 23件

扩散式晶圆级封装专利申请国家



国内记忆体产业痛点分析

国
内
晶
圆
厂

1. 目前国内唯有这两家有做记忆体芯片12寸晶圆厂，而后段封测则是自建或外包给

外资封测厂封装测试订单，未给国内封测厂订单。

2. 而晶圆级封装产品上此两家晶圆厂也开发及试作阶段(无专利)。而晶圆级封装也

委外订单给外资封测厂封装。

1. 目前国内所有封测厂(不含外资独资厂)都在做功率芯片封装，目前唯有这两家有

做记忆芯片封装。

2. 这两家因技术问题而产能有限，并且在多叠Die潮流下只能做8层叠Die，所以只

能做低阶记忆芯片(低毛利产品)，而目前国际都已到16层叠Die。

3. 在晶圆级封装产品上目前国内还在开发及试作阶段。如JCET 利用并购新加坡

STATS ChipPAC公司取得专利，但在产品上还维持试作阶段，而未达到量产水准。

国
内
封
测
厂



技术团队在国内竞争优势

国际外资－台湾地区

1. 以上五家在台湾地区是拥有晶圆级扇型封装技术及多项跨国专利。

2. 目前技术团队已完成16层叠Die量产，量率达到99％直通率，也

已大量出货给客户。

3. 在晶圆级扇型封装此五家在量产性上已达量产及多年出货实绩。

中国内资－国内地区

1. 江苏长电因在2016年并购新加坡STATS ChipPAC公司而取得

晶圆级扇型封装专利，也是国内唯一一家拥有此专利的国

内公司。

2. 于2016年至今，长电未有量产晶圆级扇型封装产品，并且

也未有出货实绩，目前尚在开发阶段。



内地合资规划

本项目以先进之Fan out 封装制程技术以及含摄像头模块及

指纹,辨识模块需求为出发，同时满足现有记忆卡客户在Micro 

SD , TSOP ,BGA ,NAND, SSD 为需求的集成电路封装产品。

建设生产线

市场营运

融资
10亿

产能：8KK/月

一 期

扩增生产线

扩大市场

融资
14.5亿

扩大产能：12KK/月

一 .五期

建设扇形封
装生产线

市场营运

融资
49.2亿

产能：180K片/年

二 期



(四).投资：

产能/资本支出 (单位:人民币/万元）
第1期
(初期)

第1.5期
（扩充期)

第2期
（晶圆扇型封装)

总计

记忆卡(uSD) 3 M/月 7 M/月 - 10 M/月

TSOP&BGA IC(SSD固态硬盘 & EMMC所需) 1 M/月 3 M/月 - 4 M/月

指纹辨识模块(FPS) 2 M/月 1 M/月 - 3 M/月

摄像头模块 2 M/月 1 M/月 - 3 M/月

晶圆级封装 NA NA 180K片/年 180K片/年

1 固定资产资金投入 70,000 115,000 432,000 617,000

土地(第1期:50亩、第1.5期:50亩、
第2期:100亩)

1,500 1,500 3,000 6,000

土建(2.2万平方米) 4,000 4,000 10,000 18,000

建厂机电投资 19,500 19,500 39,000 78,000

生产设备投资PKG 6,000 60,000 0 66,000

生产设备投资WLP 0 0 350,000 350,000

研发设备投资 9,000 10,000 10,000 29,000

专利权属及研发投资 0 20,000 20,000 40,000

台湾公司专利授权及自主研发之现有实际生产设备 30,000 0 0 30,000

2 营运流动资金 30,000 30,000 60,000 120,000

总投资(1+2) 100,000 145,000 492,000 737,000



四.团队营运效益目标：



客戶群 & 銷售模式

一期目标客户群：

•国内：

•国外：

一.五期目标客户群：

•国内：

•国外：

二期目标客户群：

•国内：

•国外：

• 以消费产品方向设计代工模式(ODM)为主。

• 主推SSD成品模块 & 内存成品模块为主。一期销售模式

• 消费产品维持持续销售另升级至工规及车规产品为主。

• 主推SSD工规及车规模块＆内存工规及车规模块＆指纹织辨模块＆摄像头模块。一.五期销售模式

• 主推Fan-Out晶圆级封装产品。二期销售模式



项目营收及效益预估计划

Administrator
Y1

Administrator
Y2

Administrator
Y3

Administrator
Y4

Administrator
Y5



五.经营及技术团队补充说明

－ 载体需求：1期～1.5期共需100亩土地
或是现有标准生产厂房(12000平方米*2栋/
层高6米/间柱8米/层重耐500kg，其馀针对
厂房各配套中心独立空间)
若依土地規劃建設有无尘室厂房、切片厂
房、模块仓库、动力中心房、污水处理站、
辅助厂房、办公楼及员工餐厅等建筑物。
用电需求量：5600KVA／月



谢 谢!
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